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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记

1） 客户无要求时，添加我司全套标记，周期，以及批次号。
2）标记不能添加在焊盘或者孔的下方

2.线路

1） 不能随意移线和更改图形设计

2） 线路间距公差+/-0.038mm（1.5mil），线宽公差+/-0.038mm（1.5mil）
3.孔，焊盘
1） 孔铜要求按照IPC3级标准

2） 客户要求SMT焊盘之间要设计阻焊桥，如果客户设计文件没有添加，则需要我司自行添加
3)通孔孔环按照IPC3级标准
4）盲孔孔环要求：表面有盖铜设计的盲孔孔环最小50μm，无盖铜设计的不允许破环
4.阻焊，字符

1） 客户无要求时，阻焊默认为绿色
2） 客户无要求时，字符默认为白色
3）导体上的阻焊厚度12.7μm~38.1μm
4）当表面处理为沉银，沉锡或者OSP时，不允许过孔塞孔
5.表面处理

1）喷锡：焊盘上的锡厚最小2.54μm，孔内1.27~2.54μm；pitch最小的焊盘上的平均锡厚为19.05μm
2）沉金：金厚＜0.1μm（常规0.05~0.07μm），镍厚5~7μm，非贴装焊盘或者不容易上镍的地方按照4~7μm
3）沉锡：锡厚≥1.2μm
4）无要求时，表面处理按沉金
6.翘曲度：有BGA焊盘的板翘曲度最大0.5%，有CAG,CSP，Flip-chip设计的翘曲度最大0.3%，其他的设计按最大0.7%
7.验收标准：IPC3级
8离子污染度≤0.3μgNaCl/cm²
预审部分： 
1. 叠层
1）客户无要求时，内层基铜为1OZ,外层基铜0.5OZ.
2）sola/Polyclad PCL-370HR为首选材料，下表列出了客户认可的其他材料。设计叠层时，至少要使用两层(2层或更厚)的层压板。
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Manufacturer Reference TCIS code

EMC EM-827 85201967
EMC EM-827(1) 85201988
HITACHI MCL-E-679F (J) | 85201733
ISOLA 15410 85201730
ISOLA PCL370HR 85201731
ISOLA 15420 85201734
PANASONIC R-1755V 85201732
PARK ELECTROCHEMICAL N4000-29 85201735





3）层间介质厚度≥80μm
CAM部分： 
1. 电测
1） 开路电阻最大10Ω，最大测试电流100mA，测试电压最小100V

2） 电测后要加盖电测章，电测章不能盖在焊盘和孔的下方

2.不允许补线
